
フォトニクスや光学部品の製造、設計、研究の課題を
解決するためのテスト

ワンストップ・ショップ

最適な研究開発・製造を実現するための
専門知識とソリューションを提供します。

お客様の投資を保護するために

現在も、そしてこれからも、最適な価値を
提供する未来志向のソリューションによって

投資を保護します。

より速いレスポンスタイム

コスト削減と市場投入までの時間短縮の為に
包括的なテストを経由します。

カスタマイズされたソリューション

必要に応じて、業界とのコラボレーション
によって生み出される

シームレスな統合

既存プロセスとのシームレスな
統合を実現します 

正確で再現性の高い結果を  

大量生産に対応するための自動化と先進的
なスペックにより、正確で再現性の高い結果
を提供します。

EXFOについて
EXFOは、世界の通信業界向けに、よりスマートなテスト、モニタリング、分析ソリューションを開発しています。 

フォトニクスのテストでは、どのように先行しているのか

私たちは、部品メーカーが大量生産環境においてエンドツーエンドのテストを可能にするターンキーソリューションを必要としている

ことを認識しています。EXFOは、自動化、スケーラブル、高速、高精度、コスト最適化を実現するハードウェアおよびソフトウェア

ソリューションにより、比較的新しい分野であるフォトニック集積回路（PIC）テストにおいて業界をリードしています。これらの革新的

なソリューションは、サードパーティの装置（例：ウェハディスクハンドリングシステム）と相互運用することができます。

業界最速のPICテストシステムを設計し、「1ダイナミックレンジ」タイプの光検出器を使用することで、迅速かつ再現性の高い測定

を実現しています。

この革新的なソリューションは、さまざまなコンポーネントを1つのチップに統合し、機能性と密度を高めると同時に、製造コストと

エネルギー要件を低減させるものです。光結合方法の革新により、ウェハーレベルのテストが大量生産可能になり、テストの大幅

な簡素化とスピードアップが実現しました。

EXFOの業界をリードする受動・能動光学部品テストソリューションは、特許取得済みのユニークな利点により、バー、ダイ、

ウェハーディスクレベル、パッケージ部品など、フォームファクタに関係なくテスト効率を向上させます。自動化と光学的同期化に

より、高精度で信頼性の高い測定が可能です。

テストプロセスをエンドツーエンドでサポートする



製造、設計、研究の課題に対応するフォトニクスと光学部品のテスト

革新的なPICテスター

We are here to help. 
Contact your EXFO sales representative to learn more  
about our testing solutions for photonics or visit EXFO.com
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お客様のニーズに合わせたソリューション 
他の先駆的な業界関係者と緊密に連携、カスタマイズされたソリューションを設計し、複数のPICメーカーに成功した実績があります。

• EXFOは、Hewlett Packard Enterprise（HPE）およびMPI Corporationと提携し、研究開発ラボのテストから本格的な製造までの

アプリケーションをサポートする為に、ウェハレベルでの合理化、低消費電力、自動化、完全統合のPICテストに取り組んでいます。

ウェーハディスクはHPEが、ウェーハハンドリングとプローブアライメントはMPIが、光学テストと計測はEXFOが担当します。

•  PICの発明者であり、マイクロオプティカルスイッチのリーダーであるAEPONYXは、高度なシリコンフォトニックデバイスの処理を

高速化するソリューションを必要としていました。EXFOは、AEPONYX社および総合エレクトロフォトニクスプローブシステム開発会社

であるMaple Leaf Photonics社（MLP）と共同で、完全自動の光電気プローブシステムの設計とカスタマイズを担当しました。

このシステムは、デバイス特性評価のための大規模なデータセットを生成できる超高速光学試験装置を使用しています。

この統合されたソリューションにより、ウェハテストの速度は、以前の技術に比べて10倍以上向上しました。

•  Tower Semiconductor社は、EXFO社のCTP10受動光学部品テストユニットとMPI Corporation社のTS3000ウェーハディスクハンドラ

を組み合わせたシステムを使って、PICテストを最適化しました。この組み合わせは、PICデバイスごとに異なるテストセットアップを

サポートする拡張性とカスタマイズ性という同社のファウンドリに基づく2つの要件と、PICエコシステム全体でトレーサブルな正確な

テスト測定という顧客のニーズを満たしています。

https://www.exfo.com/en/how-to-buy/contact-sales-representative/



